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(54) Title: CHIP MODULE AND CHIP CARD MODULE FOR PRODUCING A CHIP CARD

(54) Bezeichnung: CHIPMODUL SOWIE CHIPKARTENMODUL ZUR HERSTELLUNG EINER CHIPKARTE
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(57) Abstract: The invention relates to a chip module (20) and to a method for producing a chip card. The invention involves a
chip card module with a chip support (21) and a chip (22) that is contacted with conductor tracks (25, 26) of the chip support. The
& chip support has a flexible supporting substrate, and the conductor tracks extend over the length of the supporting substrate. In
addition, the chip support (21) has two equally long longitudinal regions (35, 36), which are offset with regard to one another in the
longitudinal direction of the chip support and which are respectively assigned to a conductor track (25, 26).
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addition, the chip support (21) has two equally |ong | ongitudinal regions
(35, 36), which are offset with regard to one another in the |ongitudinal

Conduct or track (28, 28) WO 02/42096 a1 IRk ARG

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Chipmodul (20) und Verfahren zur Herstellung eines Chipkartenmoduls umfassend ein Chipmodul mit
einem Chiptréger (21) und einem mit Leiterbahnen (25, 26) des Chiptrégers kontaktierten Chip (22), wobei der Chiptréiger ein fle-
xibles Trigersubstrat aufweist und die Leiterbahnen sich jeweils iiber die Lange des Trégersubstrats erstrecken und der Chiptréager
(21) zwei gleichlange, in Léangsrichtung des Chiptriagers zueinander versetzte, jeweils einer Leiterbahn (25, 26) zugeordnete Langs-
bereiche (35, 36) aufweist.



